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1.774: PCB MIT MASSE VERBINDUNG AUF DER UNTERSEITE
] DIM " A" 2.07: PCB OHNE MASSE AUF DER UNTERSEITE
| \ ® 1.74: PCB WITH VIA CONNECTION AND GROUND ON THE OTHER SIDE
\ 2.07: PCB WITHOUT GROUND ON THE OTHER SIDE
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T KOAX STECKVERBINDER NACH CECC 22220
COAX CONNECTOR COMPLIES WITH SPEC. CECC 22220 é%
7 ) VERGOLDET NACH AMP SPEZ. 112-162-5; 0.8pm —
VERGOLDET 0.1-0.2pm DICKE UBER MIN. DICKE UBER VERNICKELUNG NACH AMP SPEZ. ~— O > \
NOM. 4.0pym Ni P DICKE 112-25-2; 2.0pm MIN.-4.0pm MAX. DICKE. | 2 w..— 7 (
0.1-0.2um Au OVER NOM. GOLD-PL. PER AMP SPEC. 112-162-5; 0.8pum 'E <~ !
L Opm Ni P PLATING MIN. THK. OVER Ni—PL. PER AMP SPEC. ! %%L
112-25-2, 2.0pm MIN.-4.0um MAX. THK. S ~
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: A SMD-GURTVERPACKUNG NACH IEC 60286-3 I > v
% SMD-STRIP-PACKAGING ACCORDING TO IEC 60286-3
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4 Y RECOMMENDED P(CB: MATERIAL: FR4 |
<z EIN KUPPLER IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT THICKNESS 16 mm Min 9.9 . _ MASSTAB (5:1)
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z % ONE JACK PACKED IN PLATIC BAG DIELECTRIC CONSTANT = 4 8 SCALE (5:1)
o Z PLATING: 30pm-T0pm Cu
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BENENNUNG/DESCRIPTION
N
< 2 COAXICON®SERIE MCX,SMD KUPPLER
m 1 1 1 1 L | SUPPLERKORPER CuZn FUR LEITERPLATTENMONTAGE
= % & & (RASTER 5,08 mm)
N N N BUCHSENKONTAKT :
3 & & & - 3 FEMALE CONTACT Phosphorbronze ﬁ
o o o ot BUCHSENKONTAKT COAXICON®SERIES MCX,
| . oG- - 23 1 2 FEMALE CONTACT Phosphorbronze SMD JACK FOR PCB
® | ok ol ol ISOLIERSTUTZE (PITCH 5,08 mm)
N 1 1 1 1 1 DIELECTRIC PTFE NICHT TOLERIERTE MASSE| FORMAT | ZEICHNUNGS-NR.
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SMD-KUPPLER
S SMD-JACK

VERWENDET FUR

‘PASSEND zZU

EINHEIT PRO REEL: 800 STK.
UNIT PER REEL: 800 PIECES

6

ka BLISTERGURT NACH IEC 60286-3
BLISTER BELT ACCORDING TO IEC 60286-3

330<0.5

fo AUS POLYSTYREN
MADE FROM POLYSTYRENE

4001{l VORLAUF: MIN.400mm TRAGERGURT NACH

é IEC 60286-3
(LEER, ABER MIT ABDECKBAND VERSIEGELT)
OFFSET: MIN.400mm BLISTER BELT ACCORDING TO

IEC 60286-3 C(EMPTY, BUT SEALED WITH
COVERBELT

A BLISTERGURT BESTUCKT MIT BAUTEILEN
BLISTER BELT FILLED WITH PARTS

ZEICHNUNG NICHT ANDERN

CAD-ORIGINAL

NACHLAUF NACH IEC 60286-3

A(LEER ABER MIT ABDECKBAND VERSIEGELT)
LAST RUNNINGS ACCORDING TO IEC 60286-3
(EMPTY, BUT SEALED WITH COVERBELT)
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ZEICHNUNG GULTIG AB 15/00

S Y= DSM AN AMP COMPANY
St MAURICE, SWITZERLAND

BENENNUNG
COAXICON® SERIE MCX,SMD KUPPLER FUR LEITERPLATTEN-
MONTAGE <RASTER 5.08 mm>

COAXICON® SERIES MCX, SMD JACK FOR PCB
B B B B B B (PITCH 508 mm)

OBERFLACHE | NICHT TOLERIERTE MASSE| FORMAT | ZEICHNUNGS-NR
BESTELL-NR. POS, | STUCK BENENNUNG EINZELTEIL WERKSTOFF + 0.5 9 6 6 8 5 1
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KomnaHus ((3J'IeKTpO|_|J'|aCT» npeanaraeT 3akKn4vyeHmne onrocpoYHbIX OTHOLLIEHUN npu
NOoCTaBKaxX MMMNOPTHbIX 3NTEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB Ha B3aMMOBbLIFO4HbIX yCJ'IOBI/lFlX!

Hawwn npeumyuiectsa:

e OnepaTuBHbIE NOCTABKM LUMPOKOrO CMeKTpa 3NeKTPOHHbIX KOMMNOHEHTOB OTEYECTBEHHOIO U
MMMOPTHOrO NPON3BOACTBA HANPAMYO OT MPOM3BOAMTENEN U C KPYNMHENLLNX MUPOBbLIX
CKNaaos.;

MocTaBka 6onee 17-TM MUNIIMOHOB HAMMEHOBAHWUIN 3NEKTPOHHbLIX KOMMNOHEHTOB;

MocTaBka CNoXHbIX, AeULNTHBIX, MMOO CHATLIX C MPOM3BOACTBA NO3ULIUIA;

OnepaTtunBHbIE CPOKM NOCTABKM Nof 3aka3 (0T 5 pabounx gHewn);

OKcnpecc goctaska B Nnobyto Touky Poccuu;

TexHnyeckas nogaepkka npoekTa, NomMoLLlb B nogdope aHanoros, NocTaBka NPOTOTUMOB;

Cuctema MeHeXMeHTa KavyecTBa cepTuduumnposaHa no MexayHapogHomy ctaHgapTty 1ISO

9001;

o JlnueHausa ®CH Ha ocyulecTBneHne paboT ¢ NCNONb30BaHWEM CBEOEHUIN, COCTABAOLLINX
rocygapCTBEHHYIO TalHy;

o [locTaBka cneumnanmampoBaHHbIX KOMNoHeHToB (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil,
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq,
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics v gp.);

MoMMMO 3TOro, O4HMM M3 HanpaBnNeHU koMnaHum «AnekTpollnacT» ABNseTca HanpaBneHne

«UcTouHmkn nutaHua». Mel npeanaraem Bam nomoub KoHCTpyKTOpCKOro otaena:

e [logGop onTuManeHOro peleHus, TexHn4eckoe 060CHOBaHME Npu BbIOOpPE KOMMOHEHTA;
Monbop aHanoros.;
KoHcynbTaumm no NpUMEHEHMIO KOMMOHEHTA;
MocTaBka 06pa3yoB M NPOTOTUMNOB;
TexHn4veckasn noaaepka npoekTa;
3awmTa OT CHATMSA KOMMOHEHTA C NPON3BOACTBA.

Kak c Hamu cBfizaTbCcA

TenedoH: 8 (812) 309 58 32 (MHOrokaHanbHbIN)
Pakc: 8 (812) 320-02-42

OnekTpoHHas nouTta: org@eplastl.ru

Aapec: 198099, r. Cankt-INeTepbypr, yn. KannHuHa,
Oom 2, kopnyc 4, nutepa A.
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